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ft690V                 
单芯片驱动并联双 8Ω 喇叭参考设计 

应用注释 (Rev.1.0) 
 

简介 
单个 ft690V 芯片可用于驱动两个并联的 8Ω喇叭（或单个 4Ω喇叭）。但在大功率工作状态下，要注意

芯片温度保护和过流保护对实际应用的影响。本文提供了并联喇叭的参考设计方案，以及提高散热效率

的具体办法。 

参考设计 
ft690V 可用于驱动两个并联的 8Ω喇叭，但由于工作电流起伏较大，需要在靠近芯片电源（VDD）处加

接一个容量在 10µF 以上的低 ESR（等效串联电阻）电容，起到续流和加强工作稳定性的作用，如下图所

示。另外，在连接两个并联的 8Ω喇叭时，注意两个喇叭的相位必须一致。 

图 1. ft690V 参考设计 

Ci 0.33uF

20K

VO2

GND

20KRi

Control

-IN

CS2

10uF

+IN

CS1

1uF

SHUTDOWN

Rf
20K

BIAS

LS1

8 ohm

CB

1uF

VDDJ1
Audio Input

Shutdown 1

2
3

VO1

20K

BYPASS

VDD

LS2

8 ohm

 

 

                    
                                             
                          



ft690V  应用注释 

                                                                                                       

2  11/30/2007 

焊盘设计 
ft690V 采用 DFN-8 封装形式，底部有散热垫用于连接外部散热部件。当 ft690V 用于驱动两个并联的 8Ω

喇叭（或单个 4Ω喇叭）时，工作电流增大，芯片上的耗散功率随之增加，芯片发热量增大，并可导致

芯片进入温度保护状态。这就要求在设计电路板（PCB）时考虑芯片的散热问题。 

当散热垫直接焊在印刷电路板上时，芯片就可以通过电路板进行散热，增大芯片的输出能力。在中间的

导热焊盘中打几个金属化过孔，可以使热量更快地传导到中间或底层的铺地层，进一步增强 PCB 的导热

性能。 如果无法通过金属化过孔通到其它层时，也应尽量增加散热垫所在焊盘的铺铜区。芯片的焊盘尺

寸和通孔位置设计可参考下图： 

图 2. 电路板焊盘及金属化过孔位置示意图 
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